
Advantage of SERIA Solutions

Gravure Offset Printing
L/S=30/30μm

LINE=5μm

●小径/狭ピッチフラックス印刷

Mounting Ball

●小径/狭ピッチボール搭載

狭ピッチマイクロはんだボール搭載技術

• φ30μm ボール搭載• Φ30μm／60μmピッチ 印刷

ﾏｲｸﾛﾎﾞｰﾙ搭載ﾌﾗｯｸｽ印刷(ｸﾞﾗｵﾌ)

グラビアオフセット印刷機 ボール搭載装置
Wafer

搭載装置

グラビアオフセット印刷による微細なフラックスペースト印刷



半導体パッケージ例

はんだボールの利用箇所

半導体パッケージ断面図



フラックスペースト印刷 従来工法と新工法の印刷精度比較

従来のフラックス印刷法
（スクリーン印刷）

新開発のフラックス印刷法
（グラビアオフセット法）

12inchウェハー

＞±５μm



Φ３０μmボール搭載（リフロー後）

ボール搭載歩留まり ３０ｐｐｍ以下
（1000万個中 欠損300個 弊社実験データ）

ピッチ＝60μm


